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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Sixieme partie : Régles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs a montage en surface

PREAMBULE

tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
examinés.

3) Dans le but d'encourager ['unification internationale, la CEl exprime le vosu que (toys ités nationaux adoptent dans leurs régles
nationales, le texte de la recommandation de la CEl dans la mesure ol ! os le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de {a CEl et la régle nationale correspondafite :
derniére.

La présente norme a été établie par

Le texte de cette norme est issu de

Regle deséfx\yOE P%p&n\s N}t\/k’médure des Deux Mois { Rapport de Vote
47(BC) 9}\<\ btem\\w} 47(BC)1008 47(BC)1034

47(80) 1912\ 47BCy{061

47{5@%\ \)(Bcn 106

&44\5&1&4\ 47(BC)1209
\>

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation de
cette norme.

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme :

Publications n° 191-1 (1966) : Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs,
Premiére partie : Préparation des dessins des dispositifs & semiconducteurs.

191-3 (1974) : Troisieme partie : Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des circuits
intégrés.

191-4 (1987) : Quatrieme partie : Systéme de codification et classification en formes des bottiers pour dispositifs
a semiconducteurs.

Autre publication citée :

ISO 1101 (1983) : Dessins techniques - Tolérancement géométriqus - Tolérancement de ‘p
position et battement - Généralités, définitions, symboles, indizations s e@ hgtﬁaﬁts
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by’ Tethnisal Committees\on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible)an inte ini
with.

The text of this st{ﬁr i

Sivll\gct\hs' ule \ﬁ/e\pMn Voting | Two Months’ Procedure | Report on Voting

}7\0&}@{ ~—47(co) 963 47(CO)1008 47(CO)1034
< @)1&2\/ 47(CO)1061

\7W 47(C0O)1106
M1 144 47(C0)1209

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above
table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications No. 191-1 (1966) : Mechanical standardization of semiconductor devices,
Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices.

191-3 (1974) : Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits.

191-4 (1987) : Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor
devices.

Other publication quoted:

Documents
ISO 1101 (1983) : Technical drawings - Geometrical tolerancing - Toler: ncig of fjl;sm Onemat'gﬂarmg'ﬂ]ub

and run-out - Generalities, definitions, symbols, indications on é ent
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Sixieme partie : Régles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs & semiconducteurs & montage en surface

1. Domaine d'application

Publications 191-1 et 191-3 de la CEl. Elle couvre tous les dispositi
discret et circuits intégrés - qui sont classés dans la Forme E par Ja

2. Définitions

2.1 Plan de siege

sorties,

— les boitiers & montage par

2.2 Plan de référence Q

valeur est choisie\pour chaque boitier de fagon que {a longueur de la zone de projection d'une sortie
soit une bonne approximation de la longueur de la sortie utilisée pour le montage, par exemple la longueur
de la partie de la sortie qui est soudée sur le substrat.

2.3 Zone de contact d'une sortie

Surface maximale sur le plan de siége & I'intérieur de laquelle la zone de projection d'une sortie est située,
compte tenu des valeurs maximales de L et b, des tolérances de position v et w-applicables & ces dimensions et
des éléments de référence.

La surface de la zone de contact d'une sortie est égale 4 |, x b, avec en général :

l,=L,max. + vetb,=b max. +w

Le contrble peut étre réalisé au moyen d'un calibre approprié (voir figure 2, page 16). Documents
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of
surface mounted semiconductor device packages

1. Scope

This standard on mechanical standardization gives general rulesforthe ion“afoutlines drawings of
S -3. ltcovers all surface-
classified as’Form E in IEC Publication

mounted devices - discrete semiconductors as well as integrated-circuits

191-4.

2. Definitions

2.1 Setting plane

2.2 Reference plan

Plan parallel to 4

package).
The distan :
1t d ines the terminal pfojection zone (see figure 1, on page 16).
Note — This distance is"a theoretical dimension which is not related to any feature of the package. Its value is

chosendor each package so that the length of terminal projection zone L, is a good approximation of the
terminal length used for mounting, e.g. the length of the part of the terminal that is soldered to the
substrate.

2.3 Terminal land area
The maximum area onthe seating plane within which the terminal projection zone is located, taking into account
the maximum values of L,and b,. the positional tolerances v and w applying to these dimensions and the reference
datums.
The surtace of the terminal land area is equal to L, x b, with, generally:

l,=L,max. +vand b, = b max. + w

Checking can be carried out by means of an appropriate gauge (see figure 2, page 16).
Documents
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2.4 Gabarit des zones de contact des sorties

Groupe de toutes les surfaces des zones de contact des sorties d'un boitier a montage par sorties ou d'un boitier
a montage par contacts pliés, situé sur le plan de siége.

Pour les boitiers @ montage par plots, c'est la projection de leurs plots métallisés ou de leurs sorties sur le plan
de siége.

Les positions géométriques exactes des centres des zones de contact des sorties sont situées sur une grille
de module

@/ou@/,

Le gabarit des zones de contact des sorties n'inclut pas les tolérances résultan a conception
des substrats de montage (cartes imprimées) ou des machines de placep
2.5 Coplanéité des sorties
L'exigence de coplanéité des sorties est donnée dans par le symbole ISO de planéité
la valeur de tolérance y et la référence au pl
Lorsque la partie de la sortie destinée au soudag 3 ede dimensions définies b x 1, de position
nominale surle plandu siége, - par exemple dans le cas desbo q montage par plots - I'exigence de coplanéité
des sorties est alors strictement I'exigence 1SO\de p appliquée a ces zones
Dans tous les autres cas, [exige Reite des sorties est précisée par une note (voir page 13)
Documents
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2.4 Pattern of terminal land areas

The group of all terminal land areas of a leaded package or folded lead package in the seating plane.

For a leadless package, it is the projection of its metallized pads or terminals on the seating plane.

The true positions of the centers of the terminal land areas are located on a grid with as modulus

[E]/or@/,

The pattern of terminal land areas does not include tolerances stemmirg Q ing substrates (printed
board) design and placement machine accuracies.

2.5 Coplanarity of terminals

The requirement for coplanarity of terminals is given j ~ yowing the ISO symbol for flatness,

Where the part of the terminal inte S g is g e/0f defined dimensions b x |, with nominal
position on the seating plane - e.g. pads df leadless the requirement for coplanarity of terminals
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3. Reégles de dessin

Le dessin d'encombrement d'un dispositif & semiconducteur 4 montage en surface doit comprendre, dans
l'ordre :

— le dessin (& proprement parler),

— les tableaux de dimensions,

— les notes des tableaux et du dessin,

— lindication des pays ayant exprimé leur soutien,
— la codification.

Le dessin doit étre conforme aux régles générales de dessin données dans la Puptication 191-1 de la CEi,
sections 1 et 2, et aux définitions spécifiques de I'article 2 ci-dessus.

doivent étre spécifiées. Dans la colonne
\e des dimensions s'applique généralement,

de sé réferer dans lestableaux et surle dessinest donnée & la page 13 ;
dans {a colonne a i sode indique & quelle famille de boitiers chacune des notes s'applique

Pour chaque baitierparticulier, ou famille de boitier, les notes applicables doivent étre numérotées 3 partir de
1 et dans l'ordre ou etles apparaissent dans les tableaux puis sur le dessin.
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3. Design rules

The outline drawing of a surface-mounted semiconductor device package shall comprise, in the given
sequence:

—— the drawing (strictly speaking),

— the tables of dimensions,

— the notes to the tables and the drawings,
— the indication of supporting countries,

— the codification.

The drawing shall conform with the general rules for drawings laid down in IEC P
2, as well as with the specific definitions of clause 2 above.

ublication 191-1 sections 1 and

Sub-clauses 3.1 and 3.2 hereafter give, respectively, the tables of di

3.1 Dimensions to be specified

Crosses in the tables on page 12 indica
a code indicates for which outline families

L : leaded packages
F : folded lead pa

P : leadless p
3.2 Notes
Notes to be ca;; iNthets e drawing are listed on page 13; in the auxiliary right-hand column, a

code indicates for w ine i ach note is generally relevant (with the same code as in 3.1 above).
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